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Esta invencibén se relaciona con un procedimiento
en el que se forman plezas pléstices contra una sum
perficie de aluminio ancdicamente tratads, mediante
moldeo, laminacién, etc., en virtyd de lo cual la su-

5. perficie de la pieza formada, presents, después de =u
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retirade o seperacidn del eluminio, un elsvado nivel
energético y es receptors de revestimientos adheren—
tes de pinturas o peliculas metdlicas. En particwlar,
ademds de preparar superficies plésticas para la acep-
tacién ¥ adherencia de pinturas, tintas o similgrss,
se¢ preparan placas de circuitos impresos y otrve sus-—
tratos plésticos metalicamente chapados, uniende pri-
meramente una lamina de sluminio anodicamente tratads
a un sustrato pldstico para proporcionar un revesti-

miento consumible sobre el susireto, retirando luego

" quimicamente el aluminio del susitrato, catalizernde la

superficie despojada y depositandc un recubrimisnto me
tdlico conductor sobre ella mediante deposicidn no elec
trolitica y/o electrolitica, tras la aplicacidn de un
esquema resisgtivo del circulto deseado en el casb Ge
placas de circuitos impresos.

~ En general, se han propuesto en el arte anterior

dos métodos distintos ds fabricacidn de placas de cix—

- cultos impresos para su empleo er equipos electrini-

cog. Uno de ellos se denomina metodo "sustractivo"
1

que es el usado predominantemente en la ‘actualidad.

" E1 otro método se denomina procedimiento "aditivo'.

Ia febricacidn del circuito impreso medisnte el
método "sustractivo" empieza con un laminado o cuerpo
compuesto consistente en une hoja de material aislan-

te como base del suatrato, cubriéndose uno o ambos

‘lados con una lamina delgada de cobre, del orden de

0,0254 & 0,0762 mm. de espssor. La ldmina se asegura
e la base aislante por medio de vn adhesivo adecuado

o por aplicacidn de calor y presidn en la formacidn de
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la estrueturg laminada. Bl sustrato o base‘aiaiaﬁ;al
usada para sustentar el circuito conductor se construe
ye ordinariamente en forme de hbja plana de méterial'g‘
epoxi-vitreo o de resina fendlica moldeado por compré-.
s16n. ' o S

Bn ‘del

Degpués de haberse disefiado 1élconfiguracf‘

circuito eldctrico deseado a imprimir en la placg; se
prepara la "obre de arte", que consiste en una-fransps .
rencia positive o negativa o malls de seda que contie=

oo

ne la imagen deseads del circuito. En el metodo de re~

producidn fotogrdfica, el sustrato pldstico revéstido

LR

de cobre se cubre con un material resistivo fotasensi-
ble, consistiendo este material generalmente eﬁ~u§ pre-
parado polimero 1lfquido que incluye iniéiadore&qsensié
bles a la luz y que resulta resigsiente a los disolven-
tes despuds de exponerse a radiamcidn ultravioleta. Se
forme una imagen latente del circuito deseado en el

material fotorresistivo sobre la superficie de la pla~

ce mediante exposicidn a través de la transparencia,

revelandose esta imagen en un distlvente adecuado que
separe el material fotorreslstivo no expuesto, Usando
Ja malle de seda, se aplica con alisador un material
resistivo quimico a través de aquélla sobre la placa,
para formar el esquema deseado. En este metodo "gus-
tractivo", el revestimiento resistivo formado sobre la
place es por comsiguiente una imagen positive del cir-
culto deseado, de mansra que la lémina de cobre a ro-
tener sobre la superficie de la place queda protegida
con material fotorresistive. Ia porcidn restante de la

ldmina de cobre, correspondiente & las dreas no cirewi-
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tloas de la place impresa final, se deja sin proteger y
luego se ataca quimicamente con una solucidn adecuada,
comunmente cloruro férrico o une solucidn amoniscal del
tipo descrito en la patente estadounidenée n? 3.231.503.
La placa de circuitos resultante que contiene lu confi-
gufacién circuitica deseada se trata luego con ua disol-

vente adecuado para separar el revestimiento resistido

restante dispuesto sobre la ldmina de cobre retisnida,

quedando dispuesto para su adiclonal chapado o eplica-
cidén de soldadura, montaje de componentes electrdnicos
acoesorios, etc. : )

En une modificacidn de esbe procedimlento, suando

se dota a una placa de circuitos de laminados de cobre

por ambos lados y se desea formar circuitos cerductores

en tales caras opuestas con interconexidn eldctrica en-
tre ciertes dreas de dichas caras opuestas, se practican
unos orificios pasantes a traves de los cuadros en lg

forma requerida y se recubren las paredes de tales ori-

- ficios con un metal para interconectar eléctricamente

las areas conductoras de las superficies opuestas. Por
congiguiente, antes de que las placas revestidas de
¢obre puedan someterse al método "sustractivo" de for-

macidn de los circultos impresos deseados en sus caras

opuestas, han de someterse a una serie de operaciones

destinadas a aplicer un delgado depdsito de cobre, ni-
quel, etc., sobre las pafedes de los orificios pasantes
pare unir las greas conductoras superficiales. Este pro
cedimiento €S bien conocido en el érte y generalmente
impiiCa el punzonado de los oriflcios, la limpleza de

" las caras revestidas de cobre del laminado, un ligero
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ateque quimico o decapado y ulterior catalizacidn, se~
guido do deposicidn no electrolfitica (o en algunos cae
g0s mediante electrodeposicicn directe) de cobre eobré
toda la superficie expuesia, inqluyendo las paredes'nb
conductoras de los orificios pasantes del sustr§¥82plés~
tico, asd como, naturalmente, las caras del sus tTato
revestidas de cobre. Después ds aplicar un esquesa de
circuitos de material resistivo ocultador, orgéﬁiép 0
polimero, las dreas conductoras (es decir, las greas de

~

eircuitos) se chapan electroliticemente con meﬁa}‘con—
ductor hasta el grosor deseado y luego se cubren(cpn un
material resistivo metalico (por ejemplo, estéﬁb:blomo).
Seguidamente se separa el material resistivo oréﬁhico me-
diante un disolvente adecuado, dejando expuestas las
éreas no circufticas de cobre,que son luego separadas me
diante una solucidn mordiente geida o alcalina adecuada.
Un importante inconveniente del citado método "sus-
tractivo" deriva de la produccidn, durante el ataque
quimico de las dreas no circuiticas, del fendmeno cono-
cido por "socavamiento" en el metal que queda sobre la
placa. El "“socavamiento" es el termino empleado en él
arte péra describir el socavado lateral del drea conduc-
tora en la configuracidn cirouitica resultante formada
sobre la superficie de la placa. En efecto, este fend-
meno del socavamiento limita grandemente la finura o es-
trechez de las areas conductoras que pusde tolsrarse;
es decir, estas dreas conductoras han de ser sobredise-
fiadas, desde el punto dé'vista de su anchura, para con-
trarrestar tal socavamiento. Esto impide naturalmente

los intentos de una mayor miniaturizacidn de las placas
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de circuitos. Asimismo, cuando la naturaleza del cir-
cuito requioro el uso de la lémina do cobre mds grussa
0 densa sobre la superficie del sustrato pléstico, ha
de mantenerse un tiempo de permanscia mds prolongado de
la placa en la solucidn mordiente, durante cuyo tiempo
existe una inherente tendencia por parte del prepio me~
ferial resistivo a ser socavado ¥ parcialmente retlran-
4o en algunaes areas de la placa, Bando lugar agi a re-
chazamientos.

Asi, el problema implicado em le realizacion del
denominado método "sustractivo® de producidn de placas
de circuitos impresos, es el de wmna gran limitacidn del
disefio, en lo que respecta a necesidades de espacio, de
los circuitos impresos deseados.

Otre importante desventaja el método "sustracii-

. vo®" consiste en que la placa revestida de cobre es cos-

tosa y, 8l preparar la placa de circuitos impresos, sd-

lo se ataca quimicamente por completo una pequefia fra¢

w.0idn del revestimiento de cobre dnicial. Se utilizan

cantidades sustanciales de las seluciones mordientes
gcidas en la separacidn del exceso de cobre. Iassolucio-
nes mordientes cargadas de cobre ¥ agotadas, que son
peligrosas de mane jar, pueden tratarse para recuperar

el valioso contenido en cobre. Sin embargo, debido a

la complejidad de tales operaciomes, las economias efec-
tivas resultantes son ordinariamente pequefias en bom—

paracidn con el costo inicial de 1la placa revestida de

"cobre. EL fabricante tipico de pliacas de circuito im-

presos no esta generalmente equipado para realizar ta-

les procesos de recuperacidn de metal. Como variantes,
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las soluciones mordientes residuales pueden desecharse
después de someterse a operaciones adecuadas de trata-
miento de residuos, que son costosas y prolongedas, per-

diéndose ademds el valor del cobre contenido en las so-

-

luciones gltadas. _ ana

Una variante del proceso “sustractivo" anteiriormen-

At

te explicado ha sido propuesta antes de shors y-se cono-
ce por meétodo "amditivo" de fabricacidn de tales placas.
Egte procedimiento se inicia con un sustrato no ,Gondue—~

EREEN

tor, sin ldmina de cobre, al que se aplica un esquema

de cirecuitos resistivos ocultadores, de manera que 8010

ge hagan conductoras las dreas deseadas del sﬁéﬁfato.
Este procedimiento presenta evidentemente una derie de
ventajas sobre el método "“sustractivo", habidndoze rea-
lizado muchos intentos ds produccidn de placas adecua-
das de circuitos editivos. Sin embgrgo, hesta ghora es-
tos .intentos no han sido ampliamente aceptados en la
produccion comercial. Bl principal obstdculo a una

placa de circuitos impresos "aditivo" satisfactoria

‘98 la dificultad de obtener una adherencia adecuads

entre el cobre u otro metal conductor guimicamente
depositado y el sustrato dieldctrico. Uno de los pro-
codimientos mds recientes se describe en'"Tranéactions
of the Institute of Metal Finishing", 1968, volumen 46,
paginas 194-197. Tal procedimiento implica las opera-
ciones sucesivas de tratar la superficie de la placa
sugtrato desnuda con un agente "fijadorﬁ, punzonar el
cuadro para formar los:orificios pasantes necesarios,
aplicar un depdsito inicial muy delgado de niquel so~-

bre toda la superficie, usando un bafic de niquel no
t

-
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electrolitico, aplicar y revelar luego un material re-
sistivo para formar una imajen negativa del esquems de
circuito deseado, seguido de una electrodeposicidn me-
tallca adlcional mediente tdenicas de electrodeposicidn
convencionales para dar a las porclones conductorus

dei circuito el espesor deseado. Después de estn;ise re-~
tira el material resistivo y se ataca quimicamenis la
placa de circuito impreso para eliminar por completo el

depdsito metalico no electrolitice inicial y delzado de

las dreas sin circuito, dejando solamente la chapa mds

densa, es decir, las areas del circuito, en la platea.
Iuego se treta éste de le manera habitual para Sformar
una pelicula protectora de. metal precioso o laca uobre
el circulto conductor impreso o bien para cubrir dicho
circuito con un revestimiento de soldadura a fin de fa-
cilitar la conexidn de los componentes electrénicos asco~
gorios habitueles incorporados en la placa de circuito
terminado.,

Este método tiene ciertas ventajas, particularmen—
te en el sentido de que facilita la elscirodeposicidn
de circultos electricamente no continuos y evita o re-~
duce la necesldad de operaciones adicionales de chepado
no electroli{tico. Sin enbargo, una dificultad de este méto-
do consiste en el uso de un agente "fijador" que,aunque no
plenamente ildentificado en el articulo anteriormente
citado, parece ser un revestimiento polimero. Se requie-
re una culdadoss preparacidn y eplicecidn de este mate-
rial de revestimiento para obtener unos resultados efec—
tivos y consistentes. Ademgs, como en la mayoris de los

casos en que se ha intentado usar adhesivos como inter—
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medios para unir cobre u otros metalss conductores a un
sustrato pldstico, existen siempre problemas en la obten
cidn de unas propiedades dieléctricas adecuadas del
edhesivo y une reproductibilidad exacta y consistente
del meterisl aglutinante polimero, como asimisme-cvi-
tar la fragilidad o quebrabilidad de la.unién;fpéﬁucin
tar sdlo algunos. Parece tambidn que el proceso,ﬁé rge
ferencie es mds adecuado a sustratos de reéinag[%emmo~
plésticas que & sustratos termoendurecibles, aingue €s-

-~

08 Yltimos son muy preferibles para aplicacidnes elec-

" trdnicas.

Une de las principales contribuciones de ééﬁa inven-
cidn consiste por consiguiente en proporoionaf'nn}méto~
do de preparacion de placas de circuitos impresos que
emplea un revestimiento metdlico consumible sobre ﬁn la-
minado y que evita el uso de revestimientos de adhesi~
vos polimeros, produciendo sin embargo una adhorencis
satisfactoria del cobre w otro metal conductor del
sustrato dieléctrico tras el chapado.

Otra contribucidn de esta invencidn consiste en

proporcionar un método de preparacidn de laminados que
comprenden una hoja o lamina ée aluninio unida a un
sustrato de resina termoendurecible o termopléatica, que
ademas de ser utiles en la preparacidn de placas de
circuitos, pueden emplearse ventajosamente en una serie
de aplicaciones distintas. Por ejemplo, un laminado de
esta invencion que comprenda una lémina de aluminio
unida a una hoja termopldstica, tal como de policarbo-
nato, después de la separacidn de la citada ldmina de

aluminio, proporciona unz hoja plastica dotada de una



superficie receptiva & un revestimiento adherente de
-pintura o a revestimientos metdlicos chapedos.

El uso de laminados revestidos de aluminio en la

preparecidn de placas de circuites ofrece una serie de
5e vonte jas sobre la placa deo laminedo de cobye cmpleado

en los conocidos procesos aditives de formacidn de tales

placas, tales como el expuesto em la solicitud mimero

seriado 823.354 de Rhodenizer, Grunwal e Innes,'dap0ﬁi~

tade el 9 de mayo de 1969. Por ejemplo, el aluminio es
10. mds econdmico que el cobre y de mas fdcil separacidn

" del sustrato plistico.

Resumiendo, el procedimiento de esta inveucidn, en
su relacidn con la febricacidn de placas de circuitos,
implica en primer lugar la prepsracién de un laminado

15. revestido de metal y provisto de una hoja o ldmina de
' aluminio unida a aquél por calor y/o presidn de le ma~
nera comunmente empleada actualmente en lm preparacidn
de placas de circuitos en blanco pare su uso en el mé~
todo sustractivo, separdndose luego el aluminic para
20, . proporcionar une superficie dieléctrica sobre la que
pueden depositaerse metales con bwena adherencis.

Preparacidn de la ldmins de aluminlo

En la preparacion de un laminado pera placas de
circuito, le primera operacion implica el trataniento de
25, le hoja o ldmina de aluminio snddicamente en un bafio
electrolitico que contiene del 10 gl 60% en peso aproxi-
nadamente de gcido fosfdrico a uma temperaturs de 21,1
e 54,42C. aproximadamente, durantie 1 & 30 minutos o mds
¥ & una densidad de corriente de unos 1,07 a 8,02 amp/dm2,

30. Preferiblemente, la pieza de trabejo anddica se trata



10.

15.

20.

25,

30.

P

a unos 32,2 g 43,32C durante 3 a ¥ mimitos aprox1madamenr

te y a unos 2,67 a 5,88 amp/dn’> em un befo electrolitico
que contiene del 20 gl 40 % aproximadamente en Peso de
dcido fosférico. ELl producto respltante es una hoje o lémi-
na de aluminio dotada de un revestimiento tenaz ¥ -adheren-
te, que se supons es de 6xido, sobiwe sus superficies. Aun—

que la anocdizacién del aluminio se reallza convenvlonalmen—

- .

te con soluciones de 4cido sulfdrico, écldo crémlcc, deldo
oxélico, etc., se ha observado que so0lo el alumlnlo que ha
sido tratado anddicamente en un befio que contiens 4cido fos-
férico es util en la preparacibn &e los 1aminadpg-para

las placas de circuitos de esta. imvencidn. iﬁ“

En tal preparacién pueden utilizarse aleacionss de alu=
minio, tales como de aluminio—cobr@,'aluminio-mégﬁbsio,
aluminio-cobre-magnesio-zine, etce, asi como léminas y ho-
jas de aluminio puro. E1l espesor @el metal de aluminio

Puede variar dentro de una amplis gama, slendo generalmen-
te de0,0254 a.0,248 mn. aprox1madamente, 0 més, y prefe—
riblemente de 0,0254 a 0,0762 mm.

Preparacibn de Jos laminados

Los laminados de la presente. invencién pueden .PrEPa*
rarse usando una amplia variedad de sustratos plésticos
bien conocidos en el arte. Plistieos dtiles inciuyen'los
preparados a partir de resinas tamto termoplésticas como
termoendurecibles. Tipicas resinas fermoendufecibles que son
Utiles en esta invencibn, son los materiaies de tiﬁo fenb—
lico, tales como copolimeros de fenol, resorcinol, un cre- '
sol o un xilenol con formaldenide: o furtural. Los polids-
teres preparados mediante reaccibm de compuestos dicarboxi~

licos con alcoholes dihidricos, tmles como los productos
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de reaccibn del aphidrido fidlico o ﬁdleico con glicoles
mono-, di- § poli-etilénicos, constituyen una clase adecunda
de resinas termoendurecibles. Una clase especislmente va—
liosa de estas dltimas resinas incluye las resinas epoxi-
dicas, tales como el producto de reaceibn de epliclorhi-
drina y bisfenol A. Materiales termoplésticos ad~cuadon
pare su onpleo en esta invencidn, incluyen a las poliole-~
finas, tales como polipropileno; polisulfonas, ABS, poli-
carbonato, 6xidos poliolefinicos, etc.

Las resings termoendurecibles empleadas en la pre-

'paracién de un tipo de los nuevos lamingdos de estd inven-

cién se utilizan en forma de hojas delgadas de :2uins

. conooidas por "prepegs". Estas 1éminas delgadas contienen

1las resinas termoendurecibles en estado parcialnante curs—

do, conocido por fase B, siendo todavia fusibles por ca-
lor y presidn. Ias resinas en fase B pueden curarse por
completo mediante la aplicacién de calor y presidén sufi-
ciente parg producir unos materiales termoepndurccibles,
tenaces e infusibles. De ordinario, las hojas delgadas

de resina termoendurecible empleadas contienen elementos
reforzadores que pPueden ser materiales tales como fibras
de vidrio, amianto, mica, vepel, fibra de nylén, etc.
Generalmente, los elementos reforszadores comprenden del
30 al 60 % en peso aprozimadamente del pléstico reforzado.
Un tipico laminado reforzado con polidster o epoxilo, de
un espesor de 3,17 + 1,27 mm., y un contenido en resine
del 38 * 2 % aproximadamente, tiene doce cepas de tejido
de vidrio. Lz resistencia a la traccién de tal laminado
es de unos 3.500 Kg/cm? -y la resigtencia a la compresidn

es de unos 4.340 Kg/cm2 (en seco). E1 agente reforzador



preferido es la fibra de vidrio, que se define como cual-
quier unidad de vidrio fibroso que incluye hilos filamen-
tosos, mecha, esterillas de refuerzo, hilos cortos, géne-
ros tejidos y fibras desmenuzadase Tos géneros te jidos .

5 de lienzo de vidrio pueden tratarse térmica o quinicemen—
te con un complejo de acrilato de cromo, un silahd’funr
cional amino o un silano funcional cpoxi que actu~n como
agentes acopladores entre el vidrio y la resina. v mejoren
la adherencia del aglutinante resinoso y el v1dr10.

10. En el procedimiento de esta invenciédn, puede ‘uti-
lizarse cualquier resina termoendurecible. capaz de formar
una resina en fase B § parcialmente curada, eseh@iélmente
libre de adherencia y todavia fusible por calor y pre-
sibén, y capaz de un curado adicionsl mediante ulterior

15. aplicacibn de calor y presibm, para dar un sust}a%; de
resine termoendurecible tenaz e infusible.

Se conoce en el arte (ima amplia variedad de resinas
termoendurecibles wtiles en la preparacién de log lamina-
dos de esta invencidén. Por ejemplo, resinas fenélicas

20. adecuadas se describen en las patentes estadounidenses
Nos. 2.606.855; 2.622.045; 2,716.268 y 2.757.443+ Adecuadas
resinas epoxidicas y poliésteres se describen en las
patentes de igual nacionalidad NosSe. 3+335.050; 3+399.268,etc
La preparacién de una hoja delgada adecuada de resina

25 parcialmente curada, que contiene una resina termoendure-
cible en fase B, se describe en la patente de la misma
nacionalidad No. 3,433.888.

Un laminado adecuado pars su émpleo en el proceso
aditivo de produccibén de placas de circuitos de esta in-

30. vencidn, se prepara, Por ¢jemplo, colocando le hoja de
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tejido de vidrio impregnada y revestida con epoxi ‘tecrmo-

endurecible en fase B, en una prensa laminadora, epcims

de una hoja de aluminio que tiene una superficic ancdi~
camente tratada en contacto con la resina, y curando luego
adicionalmente la resina termoendurecible bajo la ihfluenm
cia del calor y la presién. Si se desea un laminaio rew
vestido en ambos lados con lémina metdlica, puede propa—
rarse de lgual manera, colocando ldminas de aluminin onci-~
ma y debajo de la hoja de resina termoendurecible .parcial-
munte curada, es decir, en fase B, en la prensa lawinado-
ra, de jal manera que las superficies anodicamente fratas
das formen contacto con la hoja de resina, Cuando ¢l lami-
nado se reviste por un lado solamente, se utiliza una 14~
mina de aluminio (sin oxidar) para evitar ls sduerencia
de la hoja de resina termoendurecible al cilindro de la
Prensa laminadora.

Ia unién efectiva de 1la hoja de resing termosndure—
cible en fase B a la superficie de aluminio anodicamente
tratade se efectia presionando los componentes lamirado-
res conjuntamente y al mismo tiempo cociendo a una tem-
Peraturg de vnos 121 a 2322C y preferiblemente de 149 &
2042C, a una presibm de 0,35 a 70 Kg/cm? nmgnométricos
aproximadamente y durante un periodo de tiempo que varis
entre 5 y 30 minutos. Durante el proceso de laminacidn
Puede ser necesario enfriar con agua el laminado bajo la
Presibén aplicada, a fin de favorecer el control de tempe-
ratura de la resinag durante el ciclo 8e curado.

Ia unidn Ge un sustrato termopléstico a la lémins de
eluninio se efectda presionando conjuntamente una hoja de

meterial termopldstico y una lémina de aluminio que enga
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una superficie anodicamente tratads junto al pléstico, en
una prensa laminadora precalentada, a una presién general-
mente de 7 a 70 Kg/om2 manométricos y a una temperatura

de 65;6 a 177206 més, aproximadamente. E1 tiempo de la
operacibén de prensado puede variar dentro de una_ amplia
gama y generalmente serd de 0,5 a 10 minutos o mﬁ%;:apro—
Ximadamente, dependEndo del partieplar pléstico‘ﬁ%ili—
zado y de la presién empleada; Como variante, 1&7&63a ter—
mopléstica y la lémina Ge aluminio =e colocan de ﬁamera
que la superficie anodicamente tratada del alum%q@giforme
contac o con la superficie del pléstico, en una prensa de
laminacidn precalentada a una temperatura de 65{6;5717790,
o més, aproximadamente, dependiendo de la naturaiééé del
plédstico. Se cierra la prensa y se pone a una presién ini~
cial de unas 10,5 = 35 Kg/cmz, tras lo cual se deja dis-
minuir la presidn hasta O Kg/cmg, al reblandecerse y -fluir
el pléstico, en cuyo punto se retira el laminado de la pren-
sa.

El espesor de la lémina metdlica puede varigr amplia-
mente como queds dicho, aunque preferiblemente serd de
0,0254 = 0,0762 mm aproximadamente. De manera aniloga,
el espesor de la hoja de resina termoendurecible o termo-
pPléstica utilizada puede variar entre 0,038 a 3,17 mm 6
més, aproximadamente.

Los siguientes ejemplos ilustran la preparacibn de
una variedad de laminados de esta Invencibn, cuyos ejem~
plos han de comsiderarse no limitativos.

Tiemplo I
Se sumerge une léming de alumimio de un grosor de

0,0508 mm aproximadamente en un bafio 1impiador'por impreg-
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nacifén y alecalino , durante 5 minutos, a una temperatursa

de 87,89Cy para eliminaw la suciedad y aceites superficizled:
Iuego se ataca auimicamente la lémina de aluminio limpia

en bifluoruro aménico & temperaturs ambiente durante 3 mi-
nutos y se trata luego anodicamente, durante 10 minutos,

a una densidad de corriente de 1,07 amp/ﬂm? ¥y & vna tem-
peratura de 43,3¢C.

La lémine de aluminio anodicamente trateda se coloca
luogo cn una pronga laminadora cnecima de una hoja -de resi-
ne epoxidioa en fane B de un promor do 0,0762 mm nproi-
mademente. IEntre la resina epoxidloa y el cilindro:se co~
loca une hoja de celofan para evitayr la adherencis duran-
te la operacidn de curado. '

Se cierra la prensa, precalentads a unha temperatura
de 1772C, y se calientan los compomentes del laminado, &
una presi6én de unos 0,35 Kg/cm? durante 30 segundos sopro~
ximademente, después de lo cual se eleva la presibn a 17,5
Kg/cm2 v se continia el curado & la misma temperatura du-
rante unosg 15 minutos. EL resultadc es wn laminado revese
tido de aluminio, en el cuel la lémins de éste queda £ir-
memente adherida al sustrato de resina ltermoendurecible

curadg, dura e infusible.
Ejemplo II

Se trate anodicamente una hoja de aluminio do un es-
pesor de 0,0254 mm asproximadamente, en un befio que con-
tiene un 30 % en peso de 4cido fosfbérico , durante un mi-
pato aproximadamente, a 4,28 amp/ﬂm? y a una temperatars
de 32,29C. Antes del tratamiento anbédico, se sumerge la
hoja de aluminio en un limpiador zlcalino Por impregmacid,

durante un perfodo de uros 10 minutos a 37,82C, para eli~
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minar la sucie@ad superficial.
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Se colocan dos léminas de aluminio anodicamente tra~
tado encima y depajo de ung hoja de resina fenélica XAXP
parcialmente curada (fase B) sobre el cilindro de una pren-
sa laminadora. Se dispone cada una de las hojas de aluminio
de maners que una superficie anodicamente tratadé%fdrme
contzcto con la hoja pléstica. Se forma el laminado calen-—
tando sus componentes, a una presidn de unos 35.kg/3m2 y
a una temperatura de 1772C aproximadamente, duranf§ 25 mi=-
mt0s. Bl resultedo es un laminado revestido por ambos
lados.con lémina de sluminio firmemente unida y dotado de
un sustrato béscio fenblico curado, duro e infuqiﬁlé.

Ejemplo IIT :

En este ejemplo se sumerge prineramente ung “1&mina

-

de aluminio de un espesor de 0,0762 mm en uns solucidn
de tricloroetileno a temperatura ampiente durante 1 minu-
to aproximadamente, despuéds de lo cwal se ataca quimica~
mente con un 30 % en volumen de &cido élorhidrico, duran-
te 15 segundos, a 29,4°%C. La lémipa de aluminio gs{ lim-
riada se trata luego anodicamente ern. wn bafio que contiene
aproxzmaaamentc un 60 % en peso de &eido fosférico, a 5, 3;
amp/am y durante unos 5 minutos. y & 23,92C.

Se colocan dos lédminas de aluminio anodicamente tra-
tadas encima y debajo de una resina epoxidica(fase B) pre-
parada a partir de epiclorhidrina y bisfenol A, enfpre~~
sencla de un agente de curado dcidoy La resina en fase B
es seca, no adhorente ni pegajosa y puede menejarse sin
dificultad. Se colocan las hojas de aluminio en la prensa
laminadora, de tal manera que las'superficies anodicamente

tratadas formen contacto con la resina termoendurecible.
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Se cierra la prensa laminadora y se calientan los ci-

~lingros gradvalmente a ung temperaturs de 1779¢C., despuds

de lo cual se mantienen le componentes laminadores a di-
che Lemperatura durante unos 20 minutos, a una pweaibn de
35 Kg/bm .

Un examen del laminado resultante indica que 135 ho-
Jas de aluminio estdn fuertemente ﬁnidas al susirato ter-
moendurecible curado. '

Ejemplo IV

Se traté anodicamente una ldmina de aluminic (tipo
1145, H-18, de 0,0635mm de grosor) en un bafio elchroli~
tico acuoso que contenfa un 30 % en peso de dcidn fosféri-
co a 37,82C, duranﬁe 5 minutos y a una aenSLdau de corrien-
te de 4,28 amp/dm .

Se colocd una lémina de aluminio anodicamente tratadsa
en una prensa laminadora precalentada a una temperaturg
de 1639C., sobre la superficie superior de una hoja de po-
lipropileno (rellena de didxido de titanio) de un cspesor
de 0,1524 mm. Se colocd la hoja de aluminio de mgners que
una superficie anodicamente tratada formasse contacto con
la hoja de pléstico y, Para evitar la adherencia, se colo~
¢6 una hoja de celofan entre el cilindro y la superficie
inferior del polipropilenc.

Se cerr$ la premsa, se elevd la presidn a 14 Kg/cm2
manométricos y luego, al fluir el pléstico, se descendié
gradualemente la presibn g O Kg/bmgg después de lohoual
se retiré el laminado de la prensa.

Despuds desepararse le lémine de aluminic medisnte
inmersibén del laminado en 4cido elorhidrico al‘30 % Q-

rante 10 minutos a T19C., se chepd la superficie no elec-
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troliticamente con niquel y luego electroliticamente con

- 19

cobre, usando técnicas convencionales. El revestimiento
de metal chapado adherente mostrd un valor de adherencia
de 53,5 Kg/m aproximadamente. ' B
Ejemplo V
Se lamind una hoja de poiipropileno de un gréaor de

5 -

-

3,17 mm a una hoja de aluminio anodicamente tfaﬁada

(0,05 mm de grosor) de igual manera a la desoritajén el
ejemplo IV. Después de retirarse la lémina de aluﬁinio

por inmersién en dcido clorhidrico (40 % en pes@);_ée pin-
t6 la superficie con una laca bésica acrilica, &éjéndose
secar luego. La Dpintura se adhirié fuertemente & lu su-
perficle preperada y al pregionarse wmm.clnte sdhesiva~
mente revestida contra la superficie de pintura y retirar- -
se mediante traccién con un 4ngplo de 909, el revestimiento

pintado permanecidé intacto sobre la superficie del sust{ra-

0.
Biemplo VI

Se prepardé un laminado a partir de una hoja ABS
(3,17 um de grosor) y una lédmina de aluminio anodicamente
tratada (0,076 mm de espesor) de iguel manera & la descri=
ta en el ejemplo IV, con la excepcidn de que la presidn
utilizada fue de 17,5 K,g/cm2 manomé tricos. Después de se-
porar el aluminio del laminado como se describe en el
ejemplo IV, se chapdé no electroliticamente una parte del
sustrato con niquel y luego se electrodeposité con colre)
para prodycir un Sustrato'metalicamente chapado en el que
el revestimiento metédlico presentaba una resistencia al
desprendimie nto de 53,5 Kg/m aproximadamente. ’

Se pintg otra parte del sustrato con una laca bésica
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acrilica que, al sccarse, se adhirié firmemente a la su-
perflcele tratada.

Preparacién de_placas de cirenitos impresos

En el procedimiento de esta imwencién; el laminado
revestido de metal que se utiliza es uno preparado como
anteriormente se describe, en el que el revestimiento me-
tédlico es de aluminio, unido e la resina termoen&precible
por calor y presidén y dotado de una superficie snoulcamen-
te tratada, en contacto con la resina. En oste caso, la
hoja o ldémina metélica puede ser tndelgada como resulte
Practicable, puesto que este revestimiento no se empleara

para la formacién de circultos de acuerdo con la invenciln

-y serd separado o atacado quimicamente por complety e la

placa antes de la aplicacibm de cualquier circuvihc. Des~
pués de la sepafacién del revestimiento de aluminio, se
cataliza el sustrato de manera conccida en una solucidn
catalizadora de estaiio y paladio y se trata la placa

de cpalquiera de dos maneras para proporcionar un clrcuito
metdlico conductor y adherente sobfe su superficie. En un
procedimiento, la placa cabalizada se chapa no electro—
liticamente con un delgado depdsito inicial de metal con-
ductor sobre toda su superficie, seguido de aplicacidn

de un esguema e clrcuito de material résistivo adecuado
para permitir la subsigulente acumulacién mediante depdsiin
electrolitico o no eleectrolitico en las 4reas de circuito
de metal conductor adicional hasta su grosor final deseado,
Como variante, el procedimiento puvede implicer la aplica-
cibén y revelado de un esquema de circuito resistivo ivme-
diatamente después de la catalimacibn, con el ulterior

chapado de las 4areas de circuito solamente con metal con-~
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ductor mediante una téenica de chapado no electrolitico

0 incluso mediante chapado electrolitico directo en deter—
minadas circunstancias, como se describe, por ejemplo, en
la patente estadounidense No. 3.099.608, de Hadovsky y co-
1aboradores. : S i e

~ Los dos procedimientos gue se gecaban de deééribir éon
satisfactorios, presentando cada uno de ellos ventagav
inherentes que pueden hacerlo preferible al otro para

algunos usuarios en una aplmcacldn.partlcular . fox- e jem—

plo, el primer procedimiento mencionado proporciona un

medio para facilitar el electrodepbsito en la £formacién
del esquema de circuito conductor, siendo inherentemente
meno0s costoso que 1os procedimientlos de depdsito no elee-
troliticos. Sin embargo, el uso de este método’ reyuiere
una breve operacibn final de ataque duimico para elimi-
nar el delgado depbsito inicial no electrolitico y con-
$inuo del metal conductor despuds de haberse completado
la formacién del circuitoe.

Cualquiera de los dos procedimientos aqui descritos
que se emplee, es un importante aspecto de esta 1nven016n
el calentamiento o coccibn de la placa de clrculto en uno
o més momentos durante su formacibn, para favorecer una
unibn efectiva entre el metal‘conductor y el sustrato
de resina. Tal operacién de calentamiento 0 coceidn puede
llevarse a c¢abo en uno o més momentos, Por ejemplo des-
puds de la operacidn de cafalizacién, tras la aplicacibn
de la capa metdlica iniélal, delgada, continua y conduc~
tora, a continuaciln de 1a aplicacibn del material resig-
tivo, subsiguientemente a la formacién del esquemg de cir-

cuito resistivo o0 bien una vez completada la Placa de ecipe
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cuito, dependiendo del procedimiento que se emplee. Aup-

que tal calentamiento o coccibn no se precisa en todas

" estas fases o.elapas,se regquiere siempre, una vez Por lo

menos, degpuds de la fase de catalizacibn, siendc Jipres-~
cimible para obtener una buena adherenciae

Aunque todavia no se comprenden blen los mecanismos
de una mejor adherencia obtenida al partir con un lami-
nado revestido de aluminio y separar luego quimicaiente
todo el metal antes de iniciarse el proceso de depdsito
no electrolitico o de revestimiento, Parece ser yas cler-
ta interaccién que implica o es causada por la superficie
anodicamente tratada de la léming de aluminio ez la inter-
fase metal-pléstico durante la formacidn de la superficie
DPléstica a unir y ulterior separacibn quimica de dicha

limina anodicamente tratada, es el motive de la adheren-

- eia grandemente prefeccionads entre el sustrato y &l re-

vestimiento, Qque proporciona unas resistencias al despren—
dimiento de 89,25 Kg/m, como minimo, y hasta de 267,75
Kg/m. Se supone que un aspecto esencial de la formacién
de una superficie unible es la de que e] pléstico ses ca~
Paz de fluir y adaptarse a la superficie anodicamente tra-
tada. La operacidn de calentamiento o coccién anteriormen—
te citada es esencial ademds pars la obtencibn del resyl-
tado perfeccionado. Después de haberse atacado quimi-
camente el revestimiento de aluminio gnodicamente tra~
tado, el resultado es un sustrato pldstico dotado de
una superficie altamente activa que es humectable con
agua.

Las figures 1 a 6 inclusive representen diagranas

de flujos de las etapas implicadas en varios procedimien—
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‘tos diferentes de preparacibén @e placas de circuitos de

acuerdo con la invenciln. ' o
Ie exposicién de algunos de los procedimientos que
pueden seguirse serd Gtil Para una mejor comprensida de

A 1

la invencién. . ' PR

- -
LIPS

“

Eiemplo VIT , oL

Con referencia a la figura 1 de los dibujos. adjuntos,
se ofrecen en forme de diagrama de flujos las diyéfsas
etapas principales de la preparacidn de una'placé‘de cir-
cuito impreso completado. Se comprenderd naturalmente
que se han omitido de este diagrama las etapas ﬁéxﬁrata-
riento intermedias convencionales, tales como el.enjuaga-
do con agua cuando se requiera, pero su empleo en los ca-
508 necesarios resultari evidente para 1los expertos en
la materia. '

Las etepas A-C inclusive se relacionan con la pre-
parscidn de la placa de circuito en blanco revestida de
aluminio, dotada de orificios pasantes.

7 En la etapa l,se limpia opciocnalmente de toda suciedad
superficial la placa revestida de zluminio, provista de
orificios pasantes, si han de emplearse en la citada pla-
ca completada. Generalmente es deseable cdmo sustrato una
resina termoendurecible moldeads, del tipo de base vitreo~
~epoxidica o fenblica, por sus propiedades dieléctricas,
asl como por su resistencia a la d@sformacidn estructurai

o combamiento debido a'variaciones de temperatura y hu-
medad.

En la etapa 2, se sumerge la Pplaca en una solucidn
mordiente de aluminio, 0 se pone de oitra manera en con—-

tacto con ella, a una temperatura de 26,7 a 82,29C. apro-
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ximadamente, durante un perfodo de unos 2 a 30 minutos,

‘para separar por completo el revestimiento de aluminio

anodicamente tratado de la superficis del cuadro. Puede
emplearse cualquiera de las soluciones mordientcs cel alu-
minio ordinariamente usadas. Soluciones tipicamente ade-
cuadas incluyen al ﬁcido clorhidrico (aproximadamentc del
10 2l 40 % en peso) e hidréxidos metdlicos alealinos, ta~
les como s6dico, potédsico y litico (del 5 al 2C % on peso

aproximadamente). En general, todas las soluciores sepa-

radoras son eficaces en la préctics de la presente invencién

siempre que‘no causen un excesivo staque en el sustrsto
no conductor.

. Después de un adecuado enjuague con ague e immersibun,
en la etapa 3, en un bafio slcaline suave, se catalizma la
placa en la etapa 4 mediante el procedimiento de activa-

cibn en dos operaciones, usando cloruro estannoso en dci-

do clorhidrico, seguido de una inmersidn en cloryro de

paladio en 4cido clorhfidrico, procedimiento biem cono-
cido y descrito encel articulo de referencia anteriormenis
mencionado, 0 bien la catélisis puede efectuarse por ol
procedimiento de una operacifn, en el que se emplea un
hidrosol de estafio-paladio, tal como el deserito en la so-
licitud copendiente nimero de serie 654.307 de D'Ottavio,
depogitada el 28 de junio de 1967.
Ordinariamente, es deseable tumbidn someter la pla-
ca catalizada a una solucién sceleradora, por ejemplo
una solucién diluida de un deido o alcalf adecuados. )
Después de enjuagarse, se chaps la placa on la etapa
5 en un baflo de chapado metdlico no electrolitico de co-

bre y niquel. Es adecuado c¢ualquiera de los baflos de cobre
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o niquel no electroliticos comercislmente obtenibles. Ii-
Picas composiciones de tales bafios se muestran en las P34
tentes estadounidenses Nos. 2.874.072; 3.075.855 y 3.095.309:
para el cobre, y 2.532.283; 2.990.296 ¥ 3.062.666; para
el niquel. E1 depbsito metdlico deseable s soloﬁﬁéa capa
muy delgada pero continua, del orden de 25,4 x lO?? a
76,2 x 10‘5mm, sobre toda la superficie de la p%%;&, asi
como sobre las superficies de las paredes de 105 6fifif
cios pasantes que pueda haber. Su finglidad es siﬁplemen~
te proporcionar una superficie corductora inicizl que in-
terconecte todas las 4reas de circapito a imprimiftkn la
placa, a fin de facilitaf el electrodepbsito de -tales
éreas de circuito en operaciones sabsiguientes. .
Tombién después de un adecuads enjuague , se avanza
le placa en la etapa 6 a una estacién en la que se aplica
un revestimiento resistivo a la surerficie o superficies
sobre las que sé han de formar log circuitos conductores.
En este caso tambidn, el usuario do este procedimiento
puede elegir varios métodos en ongwbo a la selecciln y
aplicacibn del revestimiento resistivo, todos ellos cono-
cidos y convencionales en el arte. En uno de estos mé-
todos, el disefio del circuito pueds perfilarse mediante
un materisl resistivo quimico aplizado con alisador a tra-
vés de una adecuads malla de seda destineda a proporeionar
cobertura a las dreas sin circuito de la placa, sl tiem—
po que deja a las Areas de cireuite libres de material
resistivo. En el procedimiento variante de aplicacibn
de material resistivo, se aplica umg composicién'fotorre~
sistiva positiva o negativa a tode la superficie de la pla-

co, exponiéndose éste a una fuente luminosa & través de
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una pelicula adecuada de la configuracibn deseadsm del cli~

“cuito, reveldndose luego el material fotorresistivo medlan—

¥e un disolvente adecuado para separar de la placa dicho
material expuesto o sin exponer, dependiendo del sintema
usado. En cualquier caso, la placa se seca luege eun la
etapa 7, para determinar lo firme adherencis del revedti-
miento resistivo & la superficle. Aunque puedse séfrnecem
sario el calentamiento para endurecer la composieiéh re~
sistiva de manera que soporte las subsiguientes oﬁaraciones
efectyadas sobre la placa, también Puede servir amuAl
como operacibdn de coccién a la que se hizo ante:iorﬁente
referencia como parte integrante de esta inveneiéﬁ; n es«~
te caso, es preferible calentar la placa & una temperatu-
ra de 1499C.. aproximedamente, durante un periodo de unos
15 minutos. Es posible una considerable variacibn en la
temperatura y tiempo, y en general unas temperaturas ir-
feriorées requerirén unos mayores tiempos,; y viceversa.
Las condiciones pricticas de operacidn imponen el ugo

de temperaturas de coccidn sustancislmente superiores a
las amblentes y preferiblemente iguales o superiores ol
punto de ebullicibn del agua, si se mantiene une Presidn
atmosférica. Bvidentemente, la teumperatura empleada no
Puede ser tan elevada que produzca un chamuscado 0 fusién
del sustrato resinoso.

En este ejemplo VII, la placa queda disﬁuesta en la
etapa 8 para el chapado de las 4reas de circuito expues~
tas, hasta ascumular un deseado espesor de metal conductor
en tales 4reas. Estableciendo el inicial depbsito me+dli-
co delgado y continuo, se facilita grandemente el electro-

depbsito convenclonal de metal o metales conductores adi-
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cionales en las &reas de circuito, Puesto que una‘simple
conexibn en cualquier punto de la superficie condﬁctora
de 1la placa efectuard el electrodepdsito de metal en to-
das las éreas de circuito expuestas cuando la placd Pase a
constituir el cédtodo en un bafio de electrodeposiéiﬁﬁ con-
vencional. Puede usarse convenientemente como me@g} conduc
tor cobre o niquel mno electroliticos, continuén@&sg 1g
operacién de chapado.hasta acumlar un depdsito %@ﬁiciente~
mente grueso de dicho material para satisfacer 1los requi-
gitos del cirouito eleetr5hioo en que se use la biééa.
Aunque, como queda dicho, el cobre o niquel pued%{sérvir.
adecuadamente, oxiste cierta indicacién actualmeite de que
el niguel no electrolitico se comporta mejor en muchos
casos. *

El subsiguiente chapado de las 4reas de circuito en
la etapa 9 con un metal protector, tal como oro, rodio,
o con soldadura como material resistivo o para faciliter
lg ulterior fijacibén de componentes electrénicos accesoriocs
a la placa, puede efectuarse también mediante depdsito
electroguimico & partir de adecnadas soluciones de chapado
metdlico. Una vez formado por completo el circuito conduc-—
tor, se somete la placa en la etapa 10 a una solucibn
separadora destinada a retirar el material resistivo qui-
mico o fotoguimico de las 4reas sin circuito. Esta ope-~
racién deja la superficie de la placa todavia cubierta con
el delgado depbsito metdlico conductor inicial sobre to-
da ella. Este revestimiento se retira 1uégo en la etapg
11 sumergiendo la placa en un mordiente adecuado, tal co-
mo dcido nitrico diluido, para despojar a las freas sin

circuito de todo metal conductor. El revestimiento meté-

-2
#
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lico protector anteriormente ;plicado g las dreas de cir-
cuito impide todo ataque sustancial de aquél a dichas dreas
durante estsg etaﬁa. Por consiguiente, es importsnte la se-
leceibn de un mordiente que no afecte apreciablemenie s
este revestimiento metdlico protector.

La placa acebada es luego enjuagadg, secada y cocida
en la etapa 12. Si el procedimiente seguido no hé'inclui~
do la cocclbn de la placa a unos 104,490.duran£e 3C minu-~-
t0s en una de las primeras etepas, ello puede efcclunarne
en este momento del proceso.

Ejemplo VIIT

En el diagrama de flujos de la figura 2 se muestra

un procedimiento modificado. Bn este caso también, la pla-
ca inicial revestida de aluminio se despoja de su lémina
megdlica inicial y de su revestimiento anodizado, se en—
juaga y se impregna en un baflo alcalino suave, catalizén—

dose para un depdsito metdlico ineldetrico, tode ello co-

mo en las cuatro primeras etapas del ejemplo VII. En este

ejemple VIII, la placa se reviste luego en la etapa 5 con
un material fotorresistivo y se expone la configuracibn
deseada de circuyito a través de uns transparencia positiva,
reveldndose la composicidn fotorresistiva Para proporcionar
una imagen negativa del circuito impreso deseado, como an-—
teriormente. En la etapa 6, se seca y cuece la placa y pre-
feriblemente se somete a una solueibn diluida de 4cido
sulfirico en la etapa 7 para reactivar la superficie de
resina catalizada y expuesta en las dreas de circuito. Iuego'
se deposita niquel o cobre no electrolitico en la etapa

8 en las referidas Areas de circuito expuestas, hasta

el espesor total deseado, secdndose y cociéndose de nuevo
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la placa en la etapa 9. BEn la etapa 10 se aplica ﬁn reves—
timiento POr inmersibén de aleacidn de soldadura o estafic
al conductor expuesto o 4rea de circuito, retiridndose el
material fotorresistivo del Area sin circuito mediante
el uso de un disolvente adecuado pars el material resisti-
vo particular empleado. Esto proporciona una placgnécaba~
da, a menos que se desee chapar adicionalmente éé?gg de
contacto digitales comunmente incorporadas en unéjpiaca
de cireuito tipica, con un metal precioso, tal coid oro
o rodio, para mejorar la superficie de contactoe En tal
caso, se separe el material fotorresistivo en la gtapa 11
y luego, en la etapa 12, se retira el material ﬁéégstivo
de estafio de las dreas de contacto digitales y se somete la
placa a un chapado no electrolitico adicional eﬁ“lﬁ'etapa 13,
en un bafio de chapado no electrolitico de oro o rodio. Se
geeca y cuece de nuevo la placa en lg etapa 14 y, 8l no fue
anteriormente sometido a una etapa de elevada coccidn del
tipo anterijormente descrito, esta etapa puede incluirse
entonces.
Ejemplo IX

El procedimiento ilustrado en la figura 3 es esencial-
mente similar al mostrado en la figura 2, Pero en este
caso el revestimiento resistivo de la etapa 5 se cuece
antes de la exposicibn y revelado. Después del revelado
del material resistive (etapa 6), =olo se deposita inicial-
mente una capa muy delgada (25,4 x 10“5 a 76,2 x 10“5 mm)
de metal conductor desde un bafio de chapado no electroli-
tico del metal (etape 7)secéndose y oooiéndoao luego la
placa a unos 104,420, durante 30 minutos (etapa 8). Se

decapa la placa en una soluclidn diluida de Acido sulfdrico
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a1l 10 % (etapa O) para reactivar el depbsito metdlico con-

ductor inicial al objeto de efecluar el siguiente chapado

"no electrolitico de cobre, niquel y oro en dicho orden

(etepas 10, 11, 12), seguido de la separacién de la com-
posicién resistiva (etapa 13) y ulterior secado y coccifn
de la placa acabada .
Ejemplo X
Se produce un circuito conductor de niquel en eate
sjemplo, como Se muestra esquematicamente en la figura 4.
Por lo demds, sc omplea la mioma secuencla general Ade ope-
raciones. )
Ejemplo XI
Mediante la secuencia de operaciones mostrada en la
figura 5, se ilustrs otro ejemplo de circuito impreso to-
talmente en niquel. Por lo demis, el procedimiento es esen—
cialmente igual al del ejemplo VII.
| Ejemplo XIT
Este ejemplo ilustra une secuencia en la que se em-—
plea s6lo una técnica de depdsito metdlico no electroli-
tico en la formaci6n del circuito deseado, y un tipo dife=
rente de material resistivo.(véase figura 6).
NOT A
Descrite suficientemente la naturaleza del invento,
as{ como la manere de realizarse en la prictica, debe hacer—
se constar que las disposiclones anteriormente indicadas
son susceptibles de modificaciones de detalle en cuanto
no alteren su principio fundamental.Pambién se hace constar

que el invento oorresponde'a una solicitud de pétente pre=

~sentada en Norteamérica con el No. C.i.P. 889.472 de

31 de diciembre de 1869, acogiéndose por lo tanto a los be-
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neficios que conceden los Convenios Internacionales én

vigor, siendo lo que constituye lg esencia del referido
invento pPor lo que se solicita Patente de Invencidn por
20 afiog en Egpafia, sobreé PROCEDINIENTO DE OBTENCION DE'

LI

5. PLACAS DE CIRCUITOS INPRESOS; caracterizdndose ppqqlo
siguiente: o Sl
1.~ Procedimiento de obtencidn de placas de” tircuitos
impresos, dotadas de una adherencla perfeccionadd éntre
el metal conductor y un sustrato nc conductor, caracteri-
10. zado porque comprende primeramente unir una léminé‘de aly~
minio & un sustrato de resina termoendurecible baﬂaﬁo ca-~
lor y presién, teniendo la ldmina de aluminio uhéféuper-
ficle anbdicamente tratada en contacto con el sﬁsiraio
de resina termoendurecible; separar quimicamente-Ta lémi-
15, na anodicamente trabtada del sustrato; calbalizar la subPer~
ficie de éste y chapar ulteriormenie esta superficie ca-
talizada con un metal conductor, en la configuracibn del
circuito deseado; y calentar la placa de circuitos cha-
pada,; una vez por lo menos, subsiguiéntemente a la etapa
20. catalitica, para elevar la temperatura de la placa por en-
cima del valor ambiente, Pero sustsncialmente por debéjo
del nivel al que se produce el chamugcado del susirato
de resing. .
2+~ Procedimiento segin la reivindieacibn 1, carac-
25, terizado porque dicha lémina de aluminio anodicamente .-
tratada se separs del lgminado tratando éste durante unos
2 @ 30 minulos a una temperatura de 26,7 a 82,22C. apro~
ximadamentes, con una solucibén acuosa de un material selec-
cionado del grupo consistente en hidréxido sédico, hidré-

30, xido potésico, hidréxido litico y 4cido clorhidrico.
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3.~ Procedimiento segin la reivindicacién 1, carac-
terizado porque la citada lémina de aluminio se trata
anodicamente en un bafio electrolitico que contiene del
10 al 60 % en peso aproximadamente de dcido fosférico
durante 1 a 30 minutos‘aproximadamente, a ung deusidad
de corriente de unos 1,07 a 8,02 amp/amz.

4.~ Procedimiento segin la reivindicacidn 1, curacte~
rizado porque dicha resina es wuna resina epoxidica.

5.~ Procedimiento segin la reivindicacién 1, carac~
terizado porque la resina es una resina fenélica. -

6.~ Procedimiento segin la reivindicacién 1, carac-
terizado porque dicho sustrato es un sustrato de resina
termoendurecible reforzada.

Te= Procedimiento segin la reivindicacidn 1, carac-
terizado porque dicho sustrato estd reforzado con fibra
de vidrio.

8.~ Procedimiento segin la reivindicacidn 1, carsc-

terizado porque la placa se calientp aproximadaments g

104,42C, durante 30 minutos.

9.~ Procedimiento segin la reivindicacién 1, carac-
terizado porque la placa se calients despuds de ambas eta-
pas de catalizacibn y chapado.

10. Procedimiento segln la reivindicacién 1, carac-
terizado porque comprende, en lg sccuencia de etapas que
siguen inmediatamente a la catalizacién, chapsr no elec—
troliticementes un depbsito delgado inicial de cobre o ni-
quel sobre toda la superficie; aplicar un esquems resis-
tivo ocultador en la configuracién del circuito deseado;
secar y cocer el sustrato; electrodepositar dicho sustra-

1o con metal conductor adicionagl hasta acunular un espe-

(74
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sor total deseado en el drea de la citada configuracién
de circpito deseada; aplicar un material resistivo me ta-
lico al metal conductor expuesto desde una solucibn del
citado material resistivo metdlico; separar el material
resistivo ocultador de la porcibén sin circuifo 42" In su~
perficie; morder todo el depdsito.delgado inicié;iﬁo elec~
trolitico} separar el material resistivo netdlicd.de por-
ciones seleccionadas del circuito conductor; chggar no
electroliticamente un metal protector del Tipo hemﬁro,

rodio y niquel sobre dicho c¢ircuito conduetor; y cocer

la placa de circuitos completada. T

11.- Procedimiento segin la reivindioaoiéﬁsi:‘earac~
terlzado poprque comprende, en la sceuencia de,étaﬁas que
siguen inmediatamente a la catalizacidn, aplioar‘qn esque-
ma resistivo oculfador en la configuracién de circuito
deseada a imprimir sobre dicha placa} secar y cocer éste
Gltimo; reactivar el &rea de circuifo expuesta mediante
su contacto con una solucibn 4cida diluida; chapar no
electroliticamente dicho 4rea de circuito expuesta por lo -’
menos con un metal conductor hasta un espesor deseado;
secar y cocer la placa de circuitos; separar el materisl
resistivo ocultador del 4rea sin circuito de la superfi-
cie; y cocer dicha placg completada.

12.~ Procedimiento segin la reivindicacibén 1, carac-
terizado porgue para preparsr el leminado se colooca une lémj
na delgada de eluminio en contaclo con uﬁa hoja paroislmente
curads de resina termoendurecible y se aplicé suficiente
calor y presién para curar dicha resina y unir la lémina
de aluminio a la misma, habiendo sido anodicamente trata-

da la superficie de la ldmina de aluminio en contacto
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con la citada hoja de resina en un bafio electrolitico
de 4ecido foafdrico.

13~ Procedimicnto segin la reivindicacibn 12, carnc-—
terizado porque la resina termoendurecible es epoxidica.

14.~ Procedimiento segin la reivindicacibn 12, corac-
ferizado porque 1a're§ina termoendurecible es fenblica.

15.- Procedimiento segln la reivindicacidn i2} ca~
racterizado porque la resina termoendurecible sé cura y
une a la léming de aluminio mediante calentamiento a ung
temperatura de 121 a 2322C. aproximadamente, durante unos
5 minutos .. a 3 horas aproximadamente, y una przsidn de
0,35 a 70 Kg/Cm? manomé¢tyricos aproximadamente.

16.~ Procedimiento segin la reivindicacién 12, carac-
terizado porque la léuwina de aluminio se trata anodica--
mente en un bafio electrolitico que contiene del 10 al 60 %
en peso aproximadamente de 4cido fosférico, durante 1 a
30 minutos aproximadamente, a una densidad de corrien—
te de unos 1,07 a 8,025 Kg/cmz.

17.~ Procedimiento segin la reivindicacifn 1, carac~
terizado porque para preparar el laﬁinado,se'coloca wng del.
gada ldming de aluminio en contacto con una hoja de resina
termopldstica y se aplica suficiente calor y presién para
unir la citada l4mina a la resina termopldstica, hebién-
dogse tratado anodicamente la superficie de la lamina de
aluminio en contacto con la hoja de resina en un bafio
electrolitico de Acido fosfdrico.

18.~ Procedimiento segin la reivindicacién 17, ca-
racterizado porque la resina termopléstica es polipropi-
leno.

19.- Procedimiento segin la reivindicacibn 17, ca=-
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racterizado porque dicha resina termopléstica es ABS.,
20+~ Procedimiento segin la reivindicacién 17, ca~

racterizado porque la lémins de aluminio se trata anodi-

camente en un bafio electrolitico gue contiene dcl-10 al

60 % en peso aproximadamente de &cido fosférico, darante

1l a 30 minutos aproximadamente y a una densidad gé‘corrien~

te de unos 1,07 a 8,02 Kg/en°. .

21l.- Procedimiento segin la reivindicaciéﬁ:i;“carac—
terizado porque paras preparar el sustrato de resina, se sepz
ra quimicamente la ldmina de aluminio de un laminsdoe selec
cionado del grupo comsistente en uno provisto deﬁlﬁmina
de aluminio y sustrato de resing Jtermoendurecible y otro
provisto de 1lémina de aluminio y sustrato de resina ter-
mopléstica, habiendo sido anodicamente tratada la sups -
ficle de la lAmina de aluminio en contacto con dicho
sustrato de resina en un bafio elecitrolitico de 4cido fos-
férico.

22.= Procedimiento seghn la reivindicacién 21, carac-

terizado porque la ldmina de aluminio anodicamente trata-—

da se separa del laminado tratando éste durante unos 2 a
30 minutos a una temperatura de 26,7 a 82,29C. aproxima-~
damente, con una solucién acuosa de un material selecciona-
do del grupo consistente en hidréxido sbédico, hidréxido
potésico, hidrdéxido 1itico y 4cido clorhidrico.

23+~ Procedimiento segin la reivindicacién 21, carac—
terizado porque dicho laminado estd formado por una lémi-
ne de aluminio y un sustrato de resina termoendurecible-

240~ Procedimicnto segin la reivindjcacidn 21, ca-
racterizado porgue dicho laminado estd formado por una
lémina de aluminio y un sustrato de resina termopldsiica.

N\
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25.— Procedimiento seghin la rrivindicacifn 21, carac”
terizado porque se cataliza la sup:rficie del sustrato
de resina formada al separar la l&wina de aluminio
del laninado, despuds de lo cual rw aplica un Pevestimie)p.
to metdlico sobre dicha superficie.

26+~ Procedimiento ﬂe:dbtenciin de placas d& Cire
'cuitos impresog, tal y como gueda sustanclalmente deg-

crito en la presente Memoria, e ilastrado en 103 Cibujeg
ad juntos.

Esta Memoris cohsta\de 36 hojas escritas s meuing

POr una sols cara.

MadNid s
. MacD i $AS E&Hﬂii
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